Einladung zur SMT Hybrid
Packaging 2016

smthybridpackaging

Wie jedes Jahr, ist F&S BONDTEC wieder auf der
SMT Hybrid Packaging in Nirnberg vertreten.
Zu finden sind wird in der Halle 74, Stand 312.

Besuchen Sie uns und erfahren Sie alles
Uber unsere neuen Produkte, Software und
Innovationen. Eine Maschine aus jeder Serie
(53xx, 56xx, 58xx) wird auf unserem Stand live
zu sehen sein.Hier konnen Sie sich selber einen
Eindruck von der einfachen Bedienung bis zur
einzigartigen Flexibilitat machen.

Unsere Bond-Spezialisten, die téglich mit unseren
Maschinen arbeiten, sind vor Ort fur Sie da um sich
um all Ihre Anliegen zu kimmern und lhnen das
Handling unserer Bonder und Tester zu prasentie-
ren. Auch unser Eigentiimer, GF Siegfried Seidl
hat fur all Ihre Fragen ein offenes Ohr.

Projektleiter: Vertriebsleiter:
Prok. DI Johann Enthammer Stefan Berger

Das Fraunhofer IZM vertraut schon seit Jahren auf
die Produkte von F&S BONDTEC. Deshalb freuen
wir uns ankiindigen zu dirfen, dass dieses Jahr eine
Simulation einer Produktion auf dem Stand vom
Fraunhofer IZM stattfinden wird.

F&S BONDTEC wird in dieser Produktionsline
mit einem automatischen Bondtester ,5600CS"
vertreten sein.

Auch Sie konnen an diesem Spektakel teilnehmen!
Vergessen Sie nicht den Stand 7A-331C auf lhre
Standcheckliste zu setzten!

Die HiGHLIGHTS DES F&S BonpTEC STANDES

Automatischer Bonder - 58XX
mit neuer ,,Bondstar-Software"!

Prazision und  Flexibilitdat  erreichen ihren
Hohepunkt. Die 58xx Serie verbindet exaktes
Bonden und verschiedene Bondverfahren mit einer
Schnelligkeit die begeistert.

Die automatischen Bonder sind bestens geeignet
fur grofSe Produktionsserien die das hochste MaR
an Qualitdt verlangen.

Die 58xx Serie bietet Ihnen das Beste Preis-
Leistung-Verhaltnis wvon all unseren Bondern.
Das Ergebnis: BIGGER. FASTER. SMARTER.

Vollautomatischer Pull-/Shear Tester - 5600CS

Die 5600CS ist mit ihrer innovativen Bilderkennung,
optimierten  Schnittstellen  fur Bondprogramm
import und Datenexport sowie den flexiblen Mess-
systemen in der Lage, alle Anforderungen, die Sie
qualitativ voraussetzen zu erfullen.

Kurzere Testzeiten, maximale Reproduzierbar-
keit und signifikant bessere Prozesskennwerte
durch geringe Schwankungen im Test sind nur
einige der Chancen, die sich durch den Einsatz der
5600CSs bieten.

Sie haben noch keine Eintrittskarte fur die SMT Hybrid Packaging 20167
Kein Problem! Holen Sie sich einfach Ihr Ticket bei uns!
Schreiben Sie uns eine E-Mail und Sie bekommen von uns ein kostenloses Ticket.



